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备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
1. 标记：
1） 快捷标记加在字符层，周期格式为：WWYY,(顾客制板说明中特殊要求除外)；

2） 客户板内都设计有ROHS标记，但表面工艺为喷锡，不用确认，按客户要求制作；
3） 标记优先加在底层字符，若无空间加时，可加在顶层字符；

2. 板材、叠层：
1） 板厚公差：
	板厚（mm）
	公差（mm）

	1.0及1.0以下
	±0.1

	大于1.0小于等于1.6
	±0.14

	大于1.6小于等于2.0
	±0.18

	大于2.0小于等于2.4
	±0.22

	大于2.4小于等于3.0
	±0.25

	大于3.0
	±10%


2） 层间介质大于等于0.09mm；

3） 如果客户要求外层完成铜厚1.5OZ,如果我们做不到时需与客户确认；
4） 制板说明中有要求符合无铅制程或者注明无铅板需符合无铅OSP等表面工艺，此类要求需用高TG板材
3. 钻孔：
1) 孔盘等大且无电性能连接时，可按NPTH；压接孔孔铜1mil以上；

2) 客户有用图片抓出哪些是压接孔，但并未指出孔径时，需与客户确认；
3) 孔径公差：              
	孔径（MM）
	0-0.3
	0.31-0.8
	0.81-1.6
	1.61-6
	大于6

	PTH
	0.075/负无穷
	±0.075
	±0.1
	±0.15
	+0.3/-0

	NPTH
	±0.05
	±0.05
	±0.075
	±0.1
	+0.3/-0


3）孔铜厚度（包括现场控制指标）
	PTH性能指标
	备注
	说明

	平均铜厚≥25μm
	含POFV孔要求
	/

	单点铜厚≥20μm
	含POFV孔要求
	/

	镀通延伸率常温下≥18μm
	　
	工程在MES备注

	PTH深镀能力≥60%
	Lincecard
	工程在MES备注

	≥5%
	Backplane
	工程在MES备注

	PTH孔壁粗糙度≤30um
	　
	工程在MES备注

	机械埋/盲孔局部区域厚度≥18μm
	含POFV孔要求
	/

	POFV铜厚（孔上部位）≥6μm
	　
	工程在MES备注

	POFV孔口凹陷≤50μm
	　
	工程备注：若现场无法做到可提EQ与客户确认


4）锥形孔深度公差+/-0.2mm，角度45°+/-5°

5）背钻

①表层铜环：表层不允许有铜环残留（此要求MES备注），当设计文件过孔孔环大于钻刀直径时，可根据自身工艺缩小孔盘，以保证背钻孔无残留铜环。

②走线与背钻孔的距离：最小距离S≥6mil，设计不符合要求的需EQ确认。

③背钻Stub长度G最小值≥2mil。(备注)

④背钻深度h≤20mil时为绝缘背钻，必须塞孔。
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4. 线路、表面工艺：
1） 最小焊环1mil；

2） 表面处理：

a) 硬金：镍大于等于3.81微米，金大于等于0.76微米

b) 软金：镍大于等于2.54微米，金大于等于0.05微米

c) 电金：镍大于等于2.54微米，金大于等于0.254微米

d) 铅锡厚度：2-25.4微米

e） 沉金：镍厚≥2.54μm，金厚0.05-0.125μm

f)化学镍钯金：镍厚≥2.54μm， 钯厚0.05-0.15μm，金厚0.05-0.1μm

g） 化学锡：锡厚0.8-1.2μm

h）金手指：镍厚≥2.54μm，金厚≥0.8μm

3） 金手指：深度1.6+/-0.2mm,角度20度+/-5度,当板厚小于等于1.16mm时，深度大于等于0.5mm；

4） 附图所示焊盘对应一半在铜皮上，一半在基材上，且对应位置无焊盘和钻孔，按文件制作,无需确认；
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    5)金手指不允许有引线残留，或者引线残留在侧边（引线不能进入到金手指中间50%），引线在侧边的不允许有金属毛刺。
5. 阻焊、字符：
1） 客户要求小于等于16MIL的过孔要塞孔处理时，在左右两边开窗带上的过孔不用塞孔，如果是单面开窗的测试孔或盘中孔都按塞孔做；
2） 若该客户要求做半塞孔（单面开窗过孔，非开窗面做阻焊半塞孔处理；双面开窗过孔，非元器件面做阻焊半塞孔处理），需满足盖油面不允许有金圈锡圈，制作过程中塞孔后有金圈、锡圈，再用阻焊盖住金圈、锡圈的制作效果客户也是接受的。工程制作按以下方式处理：

a） 表面工艺喷锡、无铅喷锡：按阻焊半塞孔流程B方式

b） 表面工艺沉金：阻焊按正常塞孔，单面开窗不掏曝光点制作，沉金工序外发P1

c） 表面工艺镀金：阻焊按正常塞孔，单面开窗不掏曝光点制作

d） 其它表面工艺：确认建议做树脂塞孔

3）字符备注：板上出现的用导体蚀刻出的标记以及网印或盖印的标记符合丝印标记的要求，蚀刻标记
与焊盘的距离≥0.2mm
6. 外形、拼板：
1） V-CUT：
	板厚（H） 
	余厚(mm)

	＜0.8
	0.35+/-0.1

	 0.8-1.6
	0.4+/-0.1

	＞1.6
	0.53+/-0.13


	板厚（H） 
	角度(°)

	1.0-1.8
	45+/-5

	 1.8-3.0
	45+/-5或者60+/-5


外形备注：V-CUT偏移公差，上下槽允许最大偏差+/-0.15mm

2） 如图所示拼板文件中部分位置的邮票孔设计与其余位置不一致时,

a) 单板与工艺边之间，按单排邮票孔设计，添加在单板侧

b) 单板与单板之间按双排邮票孔设计
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3） 外形公差  
	长宽度尺寸
	公差

	长宽度尺寸小于300mm时
	±0.2mm

	长宽度尺寸大于300mm时
	±0.25mm

	板内所有铣空区
	±0.13mm

	位置尺寸
	±0.2mm

	金手指位置尺寸
	±0.13mm

	金手指宽度尺寸
	±0.05mm


4）阶梯板：阶梯槽深度公差+/-0.25mm

7. 其他：
1） 发顾客的确认单或钢网文件必须使用RAR压缩,如为ZIP顾客服务器将会隔离掉；
2） 翘曲度：

a) 对于无SMT的板，其翘曲度按0.70%控制；
b) 对于有SMT的板子，翘曲度按0.50%控制,且翘曲高度需满足：板子长边尺寸在200mm以下翘曲高度不超出1mm,长边尺寸在200mm以上翘曲高度不超出1.5mm；
(在ERP翘曲计算软件中计算出的对于理论翘曲＜0.1%的板子直接制作,在ERP翘曲计算软件中计算出的对于理论翘曲≥0.1%的板子，先发技术中心评审后，再和客户EQ确认)；
8. 焊盘

1） 内层反焊盘：实际反焊盘尺寸偏离设计反焊盘尺寸≤+/-2mil（适用于铜厚＜2OZ）

反焊盘单边隔离环环宽≥0.075mm
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2）内层孔环环宽≥0.025mm，内层线路距离钻孔孔壁≥0.075mm

3）内层非功能焊盘

厚铜PCB：对于设计文件中保留的内层非功能PAD，允许根据实际制作能力进行删减，单从可靠性
角度考虑，当PCB层数≥6层，内层需要保留4层孔盘，保留的孔盘对称分布，且保留相邻孔盘的跨度层
不超过4层；当PCB层数＜6层，则全部保留内层孔盘。（孔盘包括功能和非功能盘）
4）焊盘公差（一般按照二级要求执行若因设计问题无法执行可与客户EQ确认）
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对于局部过孔厚2mil或3mil的厚铜PCB，焊盘公差±15%。
9.塞孔要求

1）板厚≤3.2mm的单板：8~12mil的成孔采用绿油塞孔；背钻深度≤20mil采用绿油塞孔；背钻深度
大于20mil的采用树脂塞孔，或者不塞孔非背钻面采用小开窗确保绿油不入孔。
2）pitch＜0.8mm的BGA区域孔必须塞孔。
3）板厚＞3.2mm的单板采用树脂塞孔。
10.铜桥宽度

设计铜桥宽度≥3.4mil，实际铜桥宽度偏离设计值≤±2mil（公差适用于铜厚＜2OZ），且实际铜桥最小
值≥2.5mil（实际铜桥要求需备注给现场）
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11.金手指倒角

1、抛斜边角度(下图θ)公差范围:±5°；
2、金手指抛斜边深度（下图A）公差范围: ±0.13mm；

12.介质厚度公差

按照下表要求执行，若因产品设计无法做到可提工程EQ与客户确认。

	介质厚度（mm） 
	公差(mm) －2级标准

	0.025~0.119
	±0.018

	0.120~0.164
	±0.025

	0.165~0.299
	±0.038

	0.300~0.499
	±0.050

	0.500~0.785
	±0.064

	0.786~1.039
	±0.10

	1.040~1.674
	±0.13

	1.675~2.564
	±0.18

	2.565~4.500
	±0.23


13.铜厚公差

	孔壁厚度
	设计完成铜厚
	实际完成铜厚
	备注

	整体孔铜最小1mil
	2OZ
	50-90
	　

	
	3OZ
	80-120
	　

	整体孔铜最小2mil
	2OZ
	50-100
	　

	
	3OZ
	80-120
	　

	局部孔铜最小2mil
其他孔铜最小1mil
	2OZ
	50-100
	以非加厚区域为准

	
	3OZ
	80-120
	

	局部孔铜最小3mil
其他孔铜最小1mil
	2OZ
	60-100
	以非加厚区域为准

	
	3OZ
	80-120
	


14. 层偏要求
1）将快捷内部的层偏测试COUPON 加在PCB内工艺边上，若工艺边较小或者PCB内没有工艺边，则加在PNL工艺边上。（设计规则参考中兴设计规则,导入Genesis F8脚本）
2）相邻层≤3mil，整板层偏≤5mil。

3）若客户在单元板内设计有层偏测试孔，测试孔的位置图提供给生产以便生产识别打切片。测试孔示意图如下，孔径一般为8.1mil。
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预审部分：
1. 顾客允许我司不使用顾客说明中指出的半固化片型号；
2. 介质厚度调整与顾客要求的相差1mil以内无需确认，线宽调整与实际文件相差在0.5mil以内无需确认；
3. 板材要求

1）FR-4板材必须使用客户指定板材（FR-4板材库如下），高速板材使用PCB制版说明指定板材，若制板说明未指定则需要与客户确认。

	类别
	型号

	中Tg
	EM-825

	
	IT-158

	
	S1000H

	高Tg 
	S1000-2M

	
	IT-180A


内层铜厚≥3oz的厚铜板PP性能要求：选择含胶量≥50%PP，优选顺序106＞1080＞2116，禁止使用7628.
2）TU-768板材客户已认证，可直接使用，无需再与客户EQ确认。

文件优先等级

工程确认＞PCB设计文件＞已批准（签发）的PCB采购合同或技术协议＞本PCB检验标准（客规）＞IPC相关标准
CAM部分：
1. 打叉板要求：在一块多拼板中，打叉板数量不得超过该拼板中单个PCB数量的20%，且拼板中最多打叉板数量为3片，（2-5拼，允许1片；6-10拼，允许2片；10拼以上，最多允许3片），每次叉板来料总数不得超过该批交货量的2%；对于阴阳拼板，不接受打叉板；

2. 阻焊油墨：线上阻焊厚度大于等于10微米(线角厚度≥4微米)，小于等于35微米；

3. 线路：流胶点和分流点的加法：外层：直径R30(mil),中心距50MIL，距离其他线或铜80mil以上；内层：直径R50(mil),中心距70MIL，距离其他线或铜80mil以上；
